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Redaktion, Verlag 1

& Kyurzcharakteristiken:

»SMT Germanyu« st die Fachzeitschrift fiir alle Bereiche der Elektronik-
Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung
sowie Test und Qualitatssicherung. Erganzt werden diese Themen
durch Marktubersichten zu den wichtigsten Produkten und
Dienstleistungen fiir die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert tiber die
Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik.
Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei
der Anwendung von CA-Techniken inklusive CAE/CAD/
CAM/CAT/CAQ.

»EMV-ESDu« ist das kompetente Fachforum fiir alle Fragen der elek-
tromagnetischen Vertraglichkeit und der Auswirkung elektro-
statischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser
Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung
und Qualitatssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie
sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren
Erzeugnissen einsetzen.

SJTL-L emyv- esd Auflagen- und Verbreitungsanalyse 2

& Auflagen-Analyse: Intern (30.09.2014 -01.10.2015)

& Druckauflage: 9500

& Tatsdchlich verbreitete Auflage

im Jahresdurchschnitt: 9308

& \VerkaufteAuflage: 838

A& Freistiicke: 8212 pro Ausgabe

A& Rest-, Archiv- und Belegexemplare: 258 pro Ausgabe

& Geographische Verbreitungsanalyse

Inland

Postleitzahl o 221 2,4
Postleitzahl 1 331 3,6
Postleitzahl 2 507 5,4
Postleitzahl 3 715 77
Postleitzahl 4 621 6,7
Postleitzahl 5 752 8,1
Postleitzahl 6 1131 12,2
Postleitzahl 7 1992 21,4
Postleitzahl 8 1607 17,3
Postleitzahl 9 823 8,8

Gesamtauflage 9308 100,0
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Zeitschriftenformat: DIN A4 210 breitx 297 hoch mm
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm
Satzspiegel: 185 breit x 260 hoch mm

Anzeigenformate und Grundpreise: Preisein Euro

Struktur- und Empfiangeranalyse

AW Betriebsgriofie

1 bis g Beschaftigte 16,0

50 bis 99 Beschéftigte

500 bis 999 Beschdftigte

9308 100
A& Betriebliche Funktion

Unternehmensleitun
Forschung/Entwicklung
Fertigun

Verkauf

Studenten

Preisliste fiir Anzeigen, Beihefter
und Beilagen, giiltig ab 01.01.2016

Bankverbindung:
Jost Dennier MainzerVolksbank  Kto.-Nr.: 787587013  BLZ: 551900 00
BIC-Code: MVBMDE55 IBAN: DE83551900000787587013

Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit
2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

1/1- Seite 185 x 260 216 X303

2/3- Seite 123 x260 oder 185 x 173 129 X303

2- Seite 93 x2600der 185 x130 96 x303 oder 216 x133

1/4- Seite

1/16-Seite  46x62 oderg93x31

Preise fiir Vorzugsplétze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%
Sonstige Plazierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis
Anschnittzuschlage werden nicht berechnet
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1/1 oderkleiner 390,00 750,00 950,00 600,00

1/4 oderkleiner 250,00 450,00 550,00 600,00

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 3,00

46 x260 oder 185 x 62 oder93x130 96 x133 oder 216 x 65 oder 49 x303

3.400,00 3.200,00 3.000,00 2.800,00 2.700,00

2.500,00 2.400,00 2.200,00 2.100,00 2.000,00

1.900,00 1.800,00 1.700,00 1.600,00 1.500,00

1.030,00 980,00 920,00 880,00 820,00

360,00 340,00 324,00 303,00 285,00
Einhefter/Einkleber:
Papiergewicht: 8o bis 120 g/m’
2 Seiten (nur Einkleber) 4 Seiten 6 Seiten 8 Seiten
3 450,00 £4990,00 6 610,00 8240,00

Beilagen; Teilbeilagen sind moglich

bis 50 g/1000 inkl. Port
370,00

bis 25 g/1000 inkl. Porto
270,00

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF-und eps-Dateien als Druckunterlagen werden
bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,
55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Auftrdge gemaf den Standard-Geschaftsbedingungen fiir Anzeigen und
Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.



Termine

Standige Schwerpunkte

Januar/ Februar mit

EMV-ESD 1

Messeheft EMV 2016
Redaktionsschluss 05.02.2016
Anzeigenschluss 10.02.2016
Erscheinungstermin 16.02.2016
Marz

mit CADS 1

Redaktionsschluss 09.03.2016
Anzeigenschluss 16.03.2016
Erscheinungstermin 23.03.2016
April/Mai

mit EMV-ESD 2

Messeheft SMT/ Hybrid/ Packaging

Redaktionsschluss 06.04.2016
Anzeigenschluss 13.04.2016
Erscheinungstermin 20.04.2016
Juni/ Juli mit CADS 2
Redaktionsschluss 15.06.2016
Anzeigenschluss 22.06.2016
Erscheinungstermin ~ 29.06.2016
August/ September

mit EMV-ESD 3

Redaktionsschluss 17.08.2016
Anzeigenschluss 24.08.2016
Erscheinungstermin 31.08.2016
Oktober mit CADS 3
Redaktionsschluss 14.09.2016
Anzeigenschluss 21.09.2016
Erscheinungstermin 28.09.2016
November mit EMV-ESD 4
MEsSEHEFT »electronica 2015«
Redaktionsschluss 19.10.2016
Anzeigenschluss 26.10.2016
Erscheinungstermin 02.11.2016
Dezember mit CADS 4
Redaktionsschluss 30.11.2016
Anzeigenschluss 07.12.2016
Erscheinungstermin 14.12.2016
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Schwerpunkte
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Marktiibersichten : Logiksynthese,

Reparatur/Rework, Lottechnik,
Bestiicktechnik, Photovoltaik
Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer,
Reinraumtechnik

Baugruppentest, Halbleitertest, AOI

Marktiibersicht: Steckverbinder

Vorberichte »SMT Hybrid Packaging«

Bestiicktechnik, Photovoltaik-
Produktion

Leiterplatten, Microvias, HDI
Packaging, Bonding

AOlI, AXI, Flying Prober

Markttibersicht: Lohnfertiger

Vorberichte »SMT Hybrid Packaging«

Packaging, Lotverfahren,
Bestiickung
Sieb-/Schablonendruck
AOI, AXI

Marktiibersicht: Lotsysteme

Nachberichte »SMT Hybrid Packaging«

Lottechnik, Selektivloten
Dispensen, Bestlickung

MCM, Photovoltaik-Produktion
Board-Test, ICT, AOI, AXI

Marktiibersicht: Schablonendruck

Packaging, Chip-on-Board, Rework,
Bestticktechnik, Schablonendruck
Testsysteme, Lotsysteme

Marktiibersicht: Baugruppentester

Vorberichte »electronica«

Bestiickung, Dosiereinrichtungen
Loten, AOI, AXI, Flying Prober,
Packaging, Chip-on-Board, Rework

Markttibersicht: Bestiicksysteme

Vorberichte »electronica«
Boardhandling, Bonding
Lottechnik, Bestiicktechnik
Packaging, Underfill, Bonding
Testautomation, Boundary Scan
Marktiibersicht: Leiterplattenhersteller

Nachberichte »electronica«
Packaging, Bestiickung,
Leiterplattenfertigung,
Schablonendruck, Photovoltaik
Lottechnik, Lotpasten, neue Trends
Marktiibersicht: Bondsysteme

Simulation

Design, Verifikation,
Platzieren, Verdrahten
Entflechten,
Signalintegritat
Logische
Designverifikation

Design, Verifikation,
Platzieren, Entflechten,
Signalintegritdt

ASIC, FPGA, PLA

Design, Verifikation,
Platzieren, Verdrahten
Entflechten,
Signalintegritat
Logische
Designverifikation

Design, Verifikation,
Platzieren, Entflechten,
Signalintegritat

ASIC, FPGA, PLA

Schwerpunkte
EMV-ESD

Normung, Messen/Priifen,
Schirmung, Filter,
Antennen,
Uberspannunﬁsschuiz,
Elektrostatische
Entladungen

Vorschau EMV 2016
Storfestigkeit
Messtechnik
Antennen
Stromversorgung
Produktsicherheit

EMV-ESD-Anbieteriibersicht
Teil1

Nachbericht EMV 2016
Messtechnik

Filter, Stromversorgung
Gehduse

ESD, Produktsicherheit

EMV-ESD-Anbieteriibersicht
Teil2

Laboreinrichtungen

ESD, Uberspannung
Storfestigkeit

Antennen, Messtechnik

Messtechnik
Antistatische Materialien
Dienstleistungen
Storfestigkeit
Produktsicherheit

5/6

Messen

APEX
15.03 - 17.03.2016
Las Vegas

EMV 2016
23.02.-25.02.2016
Diisseldorf

CeBIT
14.03. - 18.03.2016
Hannover

Hannover Messe
25.04. - 29.04.2016
Hannover

SMT/Hybrid/
Packaging 2016
26.04. - 28.04.2016
Nirnberg

parts2clean 2016
g1.05. - 02.06.2016
tutfgart

Intersolar Europe
22.06. - 24.06.2016
Miinchen

Motek 2016
10.10.- 13.10. 2016
Stuttgart

Semicon Europe
25.10. - 27.10.2016
Grenoble

electronica 2016
08.11. - 11.11.2016
Miinchen

SPS/IPC/DRIVES
22.11-24.11.2016
Nirnberg



